
股票定增资金募集(定增募集资金用途)

全球PCB（印制电路板）龙头企业鹏鼎控股(002938)拟定增募资40亿元加码PCB主
业及加快公司数字化转型步伐。

看好PCB行业

12月6日，鹏鼎控股公告，拟向不超过35名特定对象非公开发行1.5亿股，总计募集
40亿元，扣除发行费用后其中22亿元用于庆鼎精密高阶HDI及SLP扩产项目、8亿
用于宏恒胜汽车板及服务器板项目、5亿用于数字化转型升级项目，剩余5亿元用于
补充流动资金。

整体来看，鹏鼎控股推出这次定增，主要基于对PCB行业未来的看好。

鹏鼎控股称，随着下游通信、汽车、云计算、物联网、智能家居、可穿戴设备等新
兴领域的蓬勃发展，作为整个电子产业链中承上启下的基础力量，PCB行业迎来了
新一轮的发展周期。

Prismark数据显示，在手机、个人电脑、汽车电子等领域带动下，2021年全球PCB
市场实现大幅增长，市场规模达809.20亿美元，同比2020年增长达24.1%。同时，
Prismark预测2021至2026年之间全球PCB行业产值将以4.6%的年复合增长率成长
，到2026年将达到1015.59亿美元。

在鹏鼎控股看来，数字经济带动算力需求，服务器PCB市场规模也正迅速扩容。

据了解，PCB是服务器的重要组成部件，是承载服务器运行的关键材料。服务器出
货量的大幅增长也使得服务器PCB市场规模迅速扩容，成为PCB市场中复合增长率
最快的下游细分市场。

根据Prismark数据，2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元，预计20
26年达到132.94亿美元，复合增长率为11.2%。

加码HDI及SLP领域

基于对行业未来的看好以及对未来行业技术路线的判断，鹏鼎控股计划加码HDI和S
LP领域。

鹏鼎控股表示，下游电子产品小型化趋势推动SLP渗透率提升。

鹏鼎控股称，智能手机、平板电脑以及可穿戴设备等电子产品向轻薄化、小型化以
及多功能化方向发展的同时，为实现更少空间、更快速度、更高性能的目标，其对
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印制电路板的“轻、薄、短、小”要求不断提高。在这样的背景下，PCB的线宽、
线距、孔径、孔中心距以及层厚都在不断下降。

“HDI能够实现更小的孔径、更细的线宽，节约PCB可布线面积、大幅度提高元器
件密度、改善射频干扰/电磁波干扰/静电释放等，可以在满足终端电子产品性能及
效率标准的前提下，实现更加小型化、轻薄化的设计。”鹏鼎控股表示。

随着电子产品的持续更新换代，HDI板市场规模不断增长，根据Prismark数据，H
DI板2021年市场规模为118.11亿美元，预计2026年可达150.12亿美元。

另外，在鹏鼎控股看来，伴随着5G跨6G的到来，下游高端电子产品在集成度和性
能上提出了更高要求，对于PCB也延伸出新的技术迭代需求。SLP（在HDI技术基础
上，采用mSAP等工艺的新一代精细线路印制板）相较于传统HDI，进一步细化线
路，线宽线距更小，堆叠层数更多，可以承载更多的功能模组，且图形精细化程度
及可靠性均可满足高端产品的需求，是印制电路板行业生产制造技术在性能上向高
密度、高精度、细孔径、细导线、小间距、高可靠、多层化、高速传输、轻量、薄
型方向的进一步发展。

根据Prismark数据，mSAPHDI板2021年市场规模为21.26亿美元，占全球HDI市
场的18%，预计2026年可达34.52亿美元，占全球HDI市场的23%，复合增长率可
达10.2%。

制造业数字化转型势不可挡

此外，对于此次定增募资中5亿元将用于公司数字化转型项目，鹏鼎控股称，伴随
着新一代信息技术的快速发展与先进制造技术的深度融合，全球掀起了以智能制造
为代表的新一轮产业变革，数字化、网络化、智能化日益成为未来制造业发展的主
要趋势，智能制造在全球范围内对产业发展和分工格局带来深刻影响，并推动形成
新的生产方式、产业形态、商业模式。

由国务院于2015年5月印发的《中国制造2025》在主要目标中提到：“十三五”期
间通过数字化制造的普及，智能化制造的试点示范，推动传统制造业重点领域基本
实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业全面启动并逐步实现智能转型；“十
四五”期间加大智能制造实施力度，关键技术装备、智能制造标准/工业互联网/信
息安全、核心软件支撑能力显著增强，构建新型制造体系，重点产业逐步实现智能
转型。

“在新一轮科技和产业变革的背景下，数字化已成为各行各业顺应时代发展的必然
选择，为了顺应国家战略和公司战略以及当前主业所处行业的市场需求和发展方向

                                    2 / 3



股票定增资金募集(定增募集资金用途)

，本次非公开发行围绕数智工业领域，提高公司数字化、智能化水平，建立管理制
造协同体系，降本增效。”鹏鼎控股表示。

综上，鹏鼎控股认为，本次定增有利于进一步提升公司资本实力，扩大公司在通讯
及消费电子、汽车电子及服务器等领域的布局，增强公司高阶HDI及SLP等新兴、
高端产品的生产能力和技术研发水平，更好地满足下游客户需求，促进业务的良性
循环，提升公司的持续盈利能力，巩固公司全球行业龙头地位，同时有利于提高其
数字化、智能化水平。

截至记者发稿，鹏鼎控股股价为28.86元/股，总市值670亿元。
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